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Metallikalvokondensaattori sek3d menetelmd johtimien kiinnittdmiseksi huokoista

metallia olevaan aineeseen - Metallfilmskondensator samt fdrfarande f&r fdst-
ande av ledare i ett por8st metallmaterial

(57) Tiivistelm&

Kapasitiivinen laite, joka on yhdensuuntaisten levyjen tyyppi-

nen kondensaattori, julkalstaan yhdessd parannetun j4rjestel-
m4n kanssa tillaisen laitteen sulkemiseksi kuoreen. Julkais-
tuilla laitteilla on useita kapasitiivisten rakentelden ker-
rostumia, jotka rakenteet on muodostettu vuorottelevista di-
elektrisen aineen kerroksista (21, 25}, jotka kannattavat
pidllssn metallista ainetta (23, 27), jolloin perikkdiset me-
tallisen aineen kerrokset on erotettu dielektriselld aineella.
Kukin metallisen aineen kerros on sihkdisesti jatkuva olennai-
sesti ensimmiisestd pdistd toiseen pidhdn, metallisten kerros-
ten ensimmiinen ryhmi (23) on sihkdisesti jatkuva olennaisesti
ensimmiisesti reunasta ensimmdiseen ep4djatkuvuuskohtaan, joka

on sijoitettu matkan pddhédn toisesta reunasta, ja metalliker-
rosten toisen ryhmin (27) ollessa sdhkdisesti jatkuva olennai-
sesti toisesta reunasta toiseen epidjatkuvuuskohtaan, joka on
sijoitettu matkan pddhén ensimmiisestd reunasta; ensimmdinen
ryhmd (23) on sijoitettu vuorottelevasti toiseen ryhmédin (27)
ndhden kapasitiivisessa rakenteessa. Kuoreensulkemisjirjestelmd
sis¥ltii kddrintdvilineen, kuten tarttuvan nauhan, ylépinnan,
ensimmiisen pdi#n, pohjapinnan ja toisen p4in suojaamiseksi kapa-
sitiivisessa laitteessa; sihkdjohtimet, jotka on kytketty kapa-
sitiivisen laitteen (10) paljaana oleviin reunoihin; séhkdjonti-
met (26) kytkettyind kapasitiivisen laitteen paljaana oleviin
reunoihin (14) plasna—iskukytkentamenetelmélla; ja laitteen impreg-
noinnin suljenta-aineella, kuten vahalla. Keksintd aikaansaa
olennaisen alentumisen valmistuskustannuksissa, olennaisen vihene-
misen laitteen tilantarpeessa, erinomaisen kosteudenvastustus-
kyvyn, kapasitiivisen laitteen parannetun energianhdvidkertoimen,
ja s#dhk8johdinliitosten takaisinvirtauksen eliminoinnin lait-
teeseen, laitteen kiinnittdmisen aikana toiseen laitteeseen, kuten
painettuun piirilevyyn.
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(57) Sammandrag

En kapacitiv anordning av typen kondensator med parallella

plattor beskrives med ett f£8rbittrat system f6r packning av

siddana anordningar. De beskrivna anordningarna har ett fler-

tal skikt av kapacitiva strukturer bildade av omvixlande

skikt av dielektriskt material (21,25) bdrande metalliskt

material (23,27) med successiva skikt av metalliskt material
atskilda av dielektriskt material. Varje skikt av metalliskt
material #r elektriskt kontinuerligt visentligt fran en fdrsta
till en andra #nde, en fdrsta grupp av de metalliska skikten

(23) 4r elektriskt xontinuerlig visentligt frin en fdrsta

kant till en fdrsta diskontinuitet, som &r beldgen pd avstind

fradn en andra kant och en andra grupp av de metalliska skikten
(27) &r elektriskt kontinuerlig v&sentligt fran den andra kanten
till en andra diskontinuitet, som 4r belfgen pd avstédnd frin den
f8rsta kanten; den fdrsta gruppen (23) omvixlar med den andra
gruppen (27) 1 den kapacitiva strukturen, Packningssystemet
innefattar ett omslagsmedel, sasom en vidhiftande tejp, £Or
skyddande av toppen, den f¥rsta 4nden, bottnen och den andra #nden
av den kapacitiva anordningen; elektriska ledningar &r anslutna
ti1l de bara kanterna av den kapacitiva anordningen (10); elektriska
ledningar {(26) anslutna ti11 de bara kanterna (14) av den kapacitiva
anordningen genom en plasma anslagsanslutningsmetod; och impreg-
nering av anordningen med ett f8rseglingsmedel, sdsom vax.
Uppfinningen a1stadkommer en visentlig reducering av framstdll-
ningskostnaderna, en betydande minskning av den av anordningen
upptagna volymen, en utomordentligt god fuktbestindighet, en f8r-
battrad energiférlustfaktor hos den kapacitiva anordningen, och
eliminering av aterfldde av de elektriska ledningsanslutningarna
till anordningen vid montering av anordningen till en annan anord-
ning, séasom en platta med tryckt krets.
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Metallikalvokondensaattori seka menetelmd johtimien kiinnit-

tamiseksi huokoista metallia olevaan aineeseen

Taman keksinnon kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdannon
mukainen metallikalvokondensaattori. Keksintd kohdistuu myods
kondensaattorin valmistukseen liittyvaan menetelmaan johti-

mien kiinnittamiseksi huokoista metallia olevaan aineeseen.

Kekeinnon mukainen kondensaattori on muodostettu kiinte&an
muotoon, jossa yleensa on yhdensuuntaiset sivut ja useita ka-
pasitiivisen rakenteen kerrostumia, jotka on valmistettu
useista dielektrisen kalvon kerroksista, joista kerroksista
kukin on kiinnitetty metallikalvoon. Kerrokset on jarjestetty
tavalla, joka aikaansaa kunkin kerroksen metallikalvon erot-
tamisen viereisen kerroksen metallikalvosta dielektrisella
aineella. Eneimmaisen ryhmidn kerrokeilla on metallikalvo sah-
koisesti yhteydessia kerroksen ensimmdisen reunan kanssa, mut-
ta ei-jatkuva sdhkoisesti vastaavan kerroksen toisen reunan
sauhteen. Toisen ryhmian kerroksissa kukin vastaava kerros kan-
nattaa metallista kalvoa, joka on asahkdisesti yhteydessa vas-
taavan kerroksen toisen reunan kanssa, mutta sdhkodisesti epa-
jatkuva vastaavan kerroksen ensimmadaisen reunan suhteen. En-
simmaisen ryhmén ja toisen ryhman kerroksia sijoitetaan vaih-
dellen, millda luodaan kapasitiivisen rakenteen useita kerros-
tumia. Taman kekainnon laite on suojattu suojaavalla kaadreel-
14, joka on epapuhtauksia vastustava ja on muodostetu lait-
teeseen tavalla, joka vastaa laitteen ymparysmuotoa, ja riit-
tavallda lujuudella eivuttaisen tuen aikaansaamiseksi laittee-
seen, laitteen vastustuskyvyn lisaamiseksi delaminaatiota
vastaan. Laitetta peitettaessa tdlla suojaavalla kaareellad,
edella mainitut reunat, joiden kanssa metallikalvcn vastaavat
kerrokset ovat sdahkoisesti yhteydessa, on jatetty luoksepdas-
tavikei, johtojen sdahkoisen kytkennan helpottamiseksi lait-
teeseen. Vastaavat reunat, joiden kanssa nama metallikalvot
ovat edahkdisesti yhteydessa, paallystetaan huokoisella metal-
lipsdallysteellda, niin etta kerrosten ensimmaisen ryhman metal-

likalvot kytketdidn sidhkoisesti yhteen laitteen eneimmaisessa
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reunassa, ja kerrosten toisen ryhmdn metallikalvokerrokset
kytketasan sdhkcisesti yhteen laitteen toisessa reunassa. S&ah-
ko johdot kiinnitetaan plasmafuusiomenetelmdlla, joka muodostaa
metallikuitujen koukut huokoiseen metallipddllysteeseen kussa-
kin reunassa, ja siten aikaansaa lujan liitoksen sahkojohtojen
ja kapasitiivieen laitteen valilla. Tama keksinto lisdksei ka-
sittaa laitteen impregnoinnin sul jenta-aineella, kuten vahal-
la, ilman poistamiseksi kddreen ja kapasitiivisen laitteen va-
listd, samoin kuin itse kapasitiivisen laitteen raocista. Siten
laitteen dielektrinen vakio paranee, koska vahalla on suurempi
dielektrinen vakio kuin ilmalla, jonka se on syrjayttanyt;
vaha toimii lisdksi paallystden laitteen, lisdten siten sen

vastustuskykya kosteutta ja muita epadpuhtauksia vastaan.

Metalloiduista kalvoista valmistettuja yhdensuuntaisia levyja
kdsittiavat kondensasattorit suljetaan nykyisin kuoreen useilla
eri tavoilla. Esim. ne asetetaan muovilaatikkoon ja kapseloi-
daan laatikosaa epoksilla tai sen tapaisella aineella, kon-
densaattorin laatikossa pidattamisen varmistamisekei, samoin
kuin liitoksen vetolujuuden lisaamiseksi sdhkdjohtojen ja kon-
densaattorin rakenteen valilla, ja kondensaattorin suojaami-
seksi ympariston vaikutukseilta. Toinen yleinen tapa sulkea
kuoreen metalloiduista kalvoista valmistettuja yhdensuuntai-
sia levyja kasittavia kondensaattoreita on ripustaa konden-
saattorit epoksiaineeseen ja t&alldin paallyetdaa koko konden-
saattori ja pieni osa sen johtorakenteesta epoksiaineella.
Tamd kuoreensulkemismenetelmda on myds suunniteltu suocjaamaan
kondensaattoria ympariston vaikutukselta, samoin kuin lisaa-
madn esiahkoisen johtokondensaattoriliitoksen vetolujuutta.
Sahkoinen johtokondensaattoriliitos suoritetaan edella kuva-
tuissa, aikaisemmin tunnetuissa laitteissa muodostamalla
ruiskutusmetallia oleva sinkki-tinapdallyste, metalloidusta
kalvoeta valmistettujen, vaihtelevien kerrosten kytkemiseksi
keskendan, ja sahkéjohtimien juottamisekei tdhdn sinkki-tina-
padllysteeseen. Tiettyja ongelmia esiintyy tdllaisessa joh-
dinliitosemenetelmassa, joista suurin on sahkdisen johdin/kon-
densaattoriliitoksen mahdollinen takaisinvirtaus, jonka ai-

heuttaa sahkojohtimiin muodostunut lémpé johtimien kiinni-
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tysproseesin aikana toiseen laitteesseen, kuten painettuun
piirilevyyn. Tdllainen takaigsinvirtaus toimii heikentaen fy-
sikaalista, sahkoista johdin/kondensaattoriliitosta ja tal-

16in ehkid muuttaen jopa myds liitoksen s&hkdista laatua,.

Lisaksi epoksi ja sensellaiset aineet, joita kaytetaan kon-
densaattorien sulkemisessa kuoreen nykyisin, eivat ole lapai-
semattomia kosteudelle tai muille epapuhtaukeille, ja kosteu-
den tai muiden epapuhtauksien tunkeutumista voi egiintya
muuttaen talléin, ehkapa merkittavdsti, kuoreen sul jetun

laitteen sahkoiseid ominaisuuksia.

Sen tahden keksinnon tarkoituksena on aikaansaada sellainen
kondensaattori, jonka tarviteema tila on merkittavasti vahen-

tynyt.

Tavoitteena on lisakasi aikaansaada kapasitiivinen laite, jol-

la on parannettu kosteuden vastustuskyky.

Vield eraana taman keksinnon tavoitteena on aikaansaada kapa-
sitiivinen laite, jolla on parannettu energianhavidkerroin, ja
joka laite voidan kiinnittaad toiseen laitteeseen, kuten pai-
nettuun piirilevyyn, ilman etta tapahtuu sahkoisen johdin/-

kondensaattoriliitoksen takaisinvirtausta.

Vield erdana tamin keksinndn lisidtavoitteena on aikaansaada
kapasitiivinen laite, jolla on merkittavdaeti alennetut tuo-

tantokustannukset.

Niiden tavoitteiden saavuttamiseksi on keksinndlle tunnus-
omaiseta se, mika on esitetty patenttivaatimuksessa 1. Keksin-
non mukasisen menetelman tunnusmerkit selvidvdt vastaavasti

vaatimuksesgta 7.

Keksinnoén muut edut ja piirteet kayvat ilmi seuraavasta seli-
tyksestd ja patenttivaatimuksista, kun niita tarkastellaan
oheisen piirustuksen yhteydessa, joka kuvaa keksinnon edul-

lista suoritusmuotoa.
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Kuvio 1 on perspektiivipiirros kapasitiivisesta laitteesta ennen
suljenta-aineen levittdmist&d, nauhan ollessa osittain vedetty
pois, nauhan k&ddrimisen kuvaamiseksi laitteen ympérille) tdamén
keksinndn edullisen suoritusmuodon mukaisesti.

Kuvio 2 on kaavakuva esittden kapasitiivista laitetta poikkileik-
kauksena, ja esittden sdhkdjohtimen alkuasentoa kapasitiiviseen
laitteeseen kiinnittdmistd varten, t3min keksinndn edullisen suo-
ritusmuodon mukaisesti.

Kuvio 3 on samanlainen kaavakuva kuin kuvio 2, esittden sidhk&joh-
timen kiinnitt&misen alkuvaihetta kapasitiiviseen laitteeseen,
tdmdn keksinndn edullisen suoritusmuodon mukaisesti.

Kuvio 4 on samanlainen kaavakuva kuin kuviot 2 ja 3, esittden s&h-
k6johtimien kiinnittdmisen loppuvaihetta kapasitiiviseen laittee-

seen, t&mdn keksinndn edullisen suoritusmuodon mukaisesti.

Kapasitiivinen laite 10 esitet&ddn kuviossa 1, ja se kdsittdi usei-
ta kapasitiivisia rakenteita 12, jotka on p#idllystetty kummassakin
pddssd huokoista metallia olevalla, johtavalla aineella 14 ja on
kddritty kddrintdvédlineelld, kuten liimanauhalla 16, fysikaalisen
lisdlujuuden muodostamiseksi kapasitiiviseen laitteeseen 10,

jotta kapasitiivinen laite 10 voi paremmin vastustaa sen useiden
kapasitiivisten kerrostumien 12 delaminaatiota, ja lisiksi, kapasi-
tiivisen laitteen 10 vastustuksen lisi&miseksi kosteuden ja muiden
epdpuhtauksien sis&d&ntunkeutumista vastaan. Tietenkin voitaisiin
kdyttdd muita kdidrintdaineita, kuten kuumassa kutistuvaa ainetta,
nauhan sijasta. T&médn keksinndn sellaisessa suoritusmuodossa kuu-
massa kutistuva aine levitetddn kapasitiiviselle laitteelle 10,

ja siihen kohdistetaan 13dmpd, hihan muodostamiseksi kapasitiivisen
laitteen 10 ympé&drille, ja sen mukauttamiseksi sen muotoon. S3hk&d-
johtimet 18 kiinnitetdin kapasitiiviseen laitteeseen 10 fuusiolla
huokoista metallia olevan, johtavan aineen 14 kanssa, menetelmil-

14, jota kuvataan yksityiskohtaisemmin seuraavassa.

Tamdn keksinndn vaihtoehtoinen suoritusmuoto kidsittdd l&mpdid eris-
tdvan navhan (tai kuumassa kutistuvan materiaalin, joka on lampdi

eristdvéd prosessildmpétiloissa, jotka kohdistuvat kapasitiiviseen
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laitteeseen 10, toiseen laitteeseen kiinnitt&misen aikana), jota
kdytetddin kddrint&materiaalina, td11l8in sallien sdhk&johtimien
18 j&ttd@misen pois, ja kapasitiivisen laitteen 10 kiinnitt&misen

johdottomalla tavalla.

Tdmd keksintd on muotoiltu aikaansaamaan kapasitiivinen laite,
joka on kilpailukvkyinen sekd hintaan ettd sdhkOiseen suoritus-
kykyyn ndhden nykyisilld markkinoilla, jossa td&mdn keksinnbn tyyp-
piset kapasitiiviset laitteet (so. metalloiduista kalvoista valmis-
tettuja yhdensuuntaisia levyjd kdsittdvdt kondensaattorit) ovat
tulleet olennaisesti kauppa-artikkeleiksi, ja sellaisina hinnal-
taan ddrimmdisen kilpailluiksi. On olennaista, ettd kapasitiivis-
ten laitteiden valmistaja, joka haluaa pysyd kaupallisesti kilpai-
lukykyisend, kykenee alentamaan valmistuskustannuksiaan niin pal-
jon kuin mahdollista, v3hentdmdtti laitteiden s#dhk&istd suoritus-
kykyd. T&m& keksintd tdyttdd ndmd molemmat markkinoiden olennaiset
seikat; itse asiassa t&mdn laitteen sdhkOinen suorituskyky lisddn-
tyy, samalla kun sen valmistuskustannukset olennaisesti alenevat.
Aikaisemmin tunnetut laitteet k&dsittdvdt wuseita kapasitiivisid
kerrostumia, jossa ruiskutettua metallia oleva huokoinen, johtava
aine on levitetty kondensaattorin p&dihin, kytkedkseen sidhkdisesti
kapasitiivisen rakenteen vaihtelevat kerrokset, ja johtimien kiin-
nityksen kumpaankin p&dh&n huokoista metallia olevan, johtavan ai-
neen kautta, viimeisend vaiheenaan laitteen kapseloinnin jollain
tavalla. Erds yleinen kapselointitapa nykypdivdn markkinoilla on
kapasitiivisen laitteen sijoittaminen muovilaatikkoon, ja muovi-
laatikon t&dyttdminen epoksilla tai sentapaisella aineella. Toinen
yleinen kapselointitapa on kastaa kapasitiivinen laite epoksiin
tai samantapaiseen aineeseen, ja siten pd3llyst#di kapasitiivinen
laite ja osa sen johdinrakenteesta aineella. Aikaisemmin tunnetuis-
sa laitteissa kédytetddn my®s huokoista sinkki-tinametallia olevaa
johtavaa ainetta laitteen reunoissa, s&hk®distd liitosta varten
vaihtelevasti sijoitettujen kerrosten v&lilli, jotka tuottavat
kapasitiivisen suhteen laitteen sisi114, sihkdjohtimien juottami-
sen helpottamiseksi sinkki-tina-aineeseen. T&114 juottamalla ta-
pahtuvalla kiinnitt&miselld on kaksi haittaa, ensiksi liitos ei

ole fysikaalisesti niin luja kuin on toivottavaa, ja toiseksi,
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sihkdiseen johdin/kondensaattoriliitokseen saattaa kohdistua ta-
kaisinvirtausta, jonka aiheuttaa kuumuus, jonka sdhko6johdot joh-
tavat liitokseen sahkojohtimien kiinnityksen aikana toiseen sah-
kolaitteeseen, kuten painettuun piirilevyyn. Talla keksinndlla

voitetaan nami molemmat ongelmat, kuten yksityiskohtaisesti kuva-

taan seuraavassa.

Kuvio 2 eesittiaa kaavamaisesti sdahkojohtimien alkuasentoa sahko-
johtimien plaemafuusiota varten tamé&n keksinndn mukaisen edullisen
suoritusmuodon mukaiseen kapasitiiviseen laitteeseen. Kuviossa 2
kapasitiivinen laite 10 esitetdaan kaavamaisesti poikkileikkausku-
vana, jossa levyjen 20 ensimdaisen ryhman vaihtelevasti sijoitetut
levyt, joilla levyilld kullakin on dielektrisen aineen 21 seka
metallisen kalvon 23 kerros kiinnitettyna siihen, ja levyjen 22
toinen ryhma, joissa levyiesd on samalla tavoin muodostetut di-
elektrisen aineen 25 ja siihen kiinnitetyn metallisen kalvon 27
rakenteen kerrokset. Kuten esitetaan kuviossa 2, levyjen 20 en-
simmdinen ryhmid vaihtelee levyjen 22 toisen ryhman kanssa, kunkin
vagtaavan ryhmian 20, 22 ollessa omassa linjassaan, kuitenkin yhden
ryhman ollessa siirretty toiseen ryhmaan nahden siten, etta kuvion
2 oikeassa reunassa levyjen 20 ensimmdinen ryhmd on sahkodisesti
kytketty yhteen huokoista metallia olevalla, johtavalla aineella
14, ja kuvion 2 vasemmassa reunassea levyjen 22 toinen ryhmda on
samoin sahkdisesti kytketty yhteen huokoista metallia olevalla,
johtavalla aineella 14. (Selvyyden vuoksi, samat osat saavat samat
viitenumerot kaikissa kuvioissa.) Edelleen viitaten kuvioon 2,
engimmdinen sdahkdjohto 24 on asetettu sdhkdiseen kosketukseen
huokoista metallia olevan, johtavan aineen 14 kansessa kapasitiivi-
@aen laitteen 10 toisessa pasassa. Toinen sahkdinen liitantanapa 26,
joka lopulta muodostaa yhden séhkojohdoista 18 kuviossa 1, on ri-
pustettu huokoista metallia olevan, johtavan aineen 14 viereen.
Sahkoista piiria 28 kaytetdaan muodostamaan potentiaaliero ensim-—
maisen sahkojohdon 24 ja toisen sahkojohdon 26 valille yhdysjoh-
tojen 30 ja 32 kautta. Sahkoinen piiri 28 on alalla hyvin tunnet-
tua tyyppia, aikaansaaden kondensaattorien varaamisen, jotta suuri
potentiaali voidaan yllapitdaa sen yhdysjohtojen 30 ja 32 poikki
ilman, etta tarvitaan muita energianlahteita kuin normaalisti

kaytetadan teollisuudessa.
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Toisen sahk®disen liitdnt&dnavan 26 viereen on ripustettu mantd-
mekanismi, johon kohdistetaan voima F, kuten seuraavassa kuvataan.

Viitaten nyt kuvioon 3, seuraava vaihe johdon 26 kiinnittdmisessd
huokoista metallia olevaan, johtavaan aineeseen 14, on siind
esitetty. T&ssd vaiheessa voima F on muodostettu mdntadmekanis-
miin 34 toisen sdhk&isen liitd&ntdnavan 26 viemiseksi huokoista
metallia olevaa, johtavaa ainetta 14 vasten, jolla viimeistelldidn
sdhk6inen piiri toisen s&dhkdisen liitdntdnavan 26 ja ensimmiisen
sdhkdisen liit&dnt&navan 24 vdlillsd, huokoista metallia olevan,
johtavan aineen 14 kautta. Potentiaali, joka tuotetaan keksinné&n
edullisen suoritusmuodon mukaisella s&hkdisellid piirilli 28, on
riittdvd, yhdistelmdnd voiman F mddrdn kanssa, joka muodostetaan
médnté&mekanismiin 34 ja tuloksena olevaan, toisen sihk®&isen lii-
tdntdnavan 26 iskuun vasten huokoista metallia olevaa, johtavaa
ainetta 14, plasman 36 muodostamiseksi huokoista metallia olevan,
johtavan aineen sis&dlle, toisen sihkdisen liitdntdnavan 26 lihei-
syyteen. Voiman F kohdistamista jatketaan midntidmekanismiin 34,
fysikaalisen ja sdhk&isen kosketuksen yllipitdmiseksi toisen s&h-
k8isen liitdnt&navan 26 ja huokoista metallia olevan, johtavan
aineen 14 v&1lill&, silld tuloksella, ettd, kun plasmaa 36 esiintyy
toisen sdhk&isen liitdnt&dnavan 26 ldheisyydessd, voima F tydntdi
mdntdmekanismin 34 kautta toisen sdhkdisen liit#ntidnavan 26 huo-

koista metallia olevan, johtavan aineen 14 plasmaan 36.

Kuten esitetd&n kuviossa 4, joka kuvio esittdi tidmin keksinndn
edullisen suoritusmuodon mukaisen johdinkiinnityksen loppuvaihet-
ta, voima F tydntdd midntdmekanismin 34 kautta toisen sihkdisen
liitdntdnavan 26 huokoista metallia olevaan, johtavaan aineeseen
14 matkan, joka on n. puolet toisen sihkSisen liit#ntdnavan 26
ldpimitasta. Kun toinen s&hkdinen liit3#ntdnapa 26 tvdnnetdin
huokoista metallia olevaan, johtavaan aineeseen 14, plasma 36
alkaa jddhtyd ja palata puhtaitten metallikuitujen 38 muotoon ku-
viossa 4. Kuvio 4 esittdd t&min keksinndn mukaisen johtimenkiin-
nitysmenetelmin lopullista tulosta. T4mi lopullinen tulonon eri-
koisen edullinen siind, ettd puhtaat metallikuidut 38 ovat koukun

muotoisina upotetut huokoista metallia olevaan, johtavaan aineeseen
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14 ja aikaansaavat ddrimmdisen vahvan fysikaalisen samoin kuin
sihkdisen liitoksen toisen sdhkdisen liit&ntdnavan 26 ja kapasi-
tiivisen laitteen 10 v&1illd, huokoista metallia olevan, johtavan

aineen 14 1l&pi.

Sama menettely kuin edelld on kuvattu johtimen kiinnitykselle,
kohdistetaan kapasitiivisen laitteen 10 toiselle sivulle, ja
seuraavassa kdsittelyssd suljenta-aine viedd@idn tyhjdimpregnoin-
nilla sekd kapasitiivisen laitteen 10 rakoihin samoin kuin kapa-
sitiivisen laitteen 10 ja nauhan tai muun k&&reen 16 v&liin.
Tillaiseen tarkoitukseen kdytettdvad tavallinen suljenta-aine on
vaha. Koska vahalla on korkeampi dielektrinen vakio kuin ilmalla,
jonka se ty®6ntdid pois kapasitiivisen laitteen 10 raoista, kapasi-
tiivisen laitteen 10 dielektrinen vakio paranee tdlld impregnoin-
timenettelylld. Lisdksi vaha, jota kdytetddn t&mdn keksinndn
edullisessa suoritusmuodossa, on ddrimmdisen menestyksellinen
estettdessi kosteuden tunkeutuminen kosteissa olosuhteissa, joka
on tavallinen ongelma edelld kuvatuissa, aikaisempaa tyyppid ole-

vissa kapasitiivisissa laitteissa.

Tamdn keksinndén edullisessa suoritusmuodossa kdytetddn yksimetal-
lista, huokoista metallia olevaa, johtavaa ainetta 14, jotta eli-
minoidaan bimetallireaktion aiheuttama hapettumisen lis#d&dntyminen;
alumiinin on havaittu olevan erityisen menestyksellinen té&ssd
sovellutuksessa. Koska alumiinilla on merkittdvadsti korkeampi
sulamispiste kuin tavallisilla sinkki-tina-aineilla, joita kéyte-
td3n kytkentdaineina aikaisemman tekniikan mukaisissa kondensaatto-
reissa, vidltetdidn takaisinvirtauksen ongelma seuraavien juotto-
vaiheiden aikana, kiinnitettdessi kondensaattoria toiseen laittee-
seen, Kuten painettuun piirilevyyn. Plasman indusoinnista, muo-
dostamalla suuri potentiaali ensimmidisen s&hkdisen liitdntdnavan
24 ja toisen sihk&isen liit3nt&dnavan 26 poikki, samoin kuin iske-
mdlli midntilaite 34 vasten toista sidhkdistd liitdntédnapaa 26,
jolla ty®nnet&din toinen sdhkdinen liitdntdnapa 26 vasten huokois-
ta metallia olevaa, johtavaa ainetta 14, on tuloksena d&rimmdisen
nopea prosessi, joka on riittdvdn nopea varmistamaan erinomaisen

fysikaalisen ja sdhkdisen liitoksen sdhk&isen liit&ntdnavan 26 ja
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kapasitiivisen laitteen 10 vdlille, l3pi huokoista metallia
olevan, johtavan aineen 14, ilman mitddn l&mpdvaurioita, kuten
metalloitujen kalvojen 23, 27 sulamista tai hdyrystymistd, joita
dielektriset substraatit 21, 25 kannattavat kapasitiivisessa lait-
teessa 10, jotka metalloidut kalvot 23, 27 itse asiassa muodos-
tavat kapasitiivisen laitteen 10 kondensaattorilevyt. Yleesd
edelld kuvattu fuusioprosessi, sdhkdjohtimien kiinnitt&miseksi,

tapahtuu ajanjaksossa, joka on suuruusluokkaa 1 ms.

On ymmdrrettdvd, ettd samalla, kun yksityiskohtainen piirustus

ja erityiset esimerkit, jotka on annettu, kuvaavat keksinndn edul-
lisia suoritusmuotoja, ne ovat vain kuvaamistarkoituksia varten,
ettd keksinndn mukaista laitetta ei ole rajoitettu tarkkoihin
vksityiskohtiin ja olosuhteisiin, jotka on esitetty, ja ettd eri-
laisia muutoksia voidaan tehdd niissd, poikkeamatta keksinndn
hengestd, joka keksint® mddritetddn seuraavilla patenttivaati-

muksilla.
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Patenttivaatimukset

1. Metallikalvokondensaattori (10) samansuuntaisin le-
vyin kasittden useita kerroksia dielektrista ainetta (21),
jonka jokainen kerros on paallystetty metallikalvolla (23) ja
jarjestetty pinoksi siten, etta dielektrinen aine (21) erottaa
jokaisen kerroksen metallikalvon (23) viereisen kerroksen me-
tallikalvosta, suojavdlineen kerrosten muodostaman pinon esuo-
Jjaamiseksil ymparistolta, seka metallikalvoihin (23) kytketyt
sahkoiset liitantavalineet, jotka liitantavalineet kasittavat
kerrosten muodostaman pinon paatypintoihin sovitetut ja niita
peittavat, sahkca johtavat paallysteet (14}, tunnettu siita,
ettad suojavaline kasittaia nauhan muodossa olevan kaarintava-
lineen (16), joka nauha ulottuu kerrosten muodostaman pinon
kaikkien eivupintojen ympari, jolloin nauha on kaaritty riit-
tavan tiukasti, jotta se muodostaisi sekd sdahkodisen etta ym-
pariston suojan kondensaattorille (10), samcin kuin mekaanisen
tuen lisadaten kerrosten muodostaman pinon kykya vastustaa de-

laminaatiota.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kondensaattori, tun-
nettu siitad, etta kaarintavaline (16) kasittaa kuumassa ku-
tistuvan aineen, joka on sovitettu ja kutistettu kerrosten

muodoetaman pinon ymparille.

3. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen konden-
saattori, tunnettu siita, etta kaarintavdline (18) on lam-
poa eristava, jolloin kondensaattori voidaan asentaa suoraan

piirilevylle johdottomalla tavalla.

4. Patenttivaatimukegen 1 tai 2 mukainen kondensaattori,
tunnettu siita, ettd sahkdd johtava padallyste (14) kasittaa
huckoista metallia olevan padllysteen, ja etta sadahkoiset 1lii-
tantavalineet lisaksi kasittavat sahkojohtimet (18), jotka on
kiinnitetty huokoista metallia olevaan paallysteeseen (14)

tavalla, joka aikaansaa metallikuitujen (38) koukut upotet-
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tuina huokoista metallia olevaan paallysteeseen (14) ja sula-
tettuina yhteen sanottujen johtimien (18) kanssa, liittaen

talloin johtimet (18) vahvasti paallysteeseen (l14).

5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen konden-
saattori, tunnettu eiita, etta suojavdline lisakei kasittaa
sul jenta-aineen, joka on imeytetty laitteen sisdlle tyontamaan
pois nestemdaiset epapuhtaudet ja levitetty pinon ulkopuo-

len ja kaarintavalineen (16) v&aliin paljaana oleville pin-
noille sulkemaan kondensaattori (10) kosteuden tai muiden

epapuhtaukeien tunkeutumista vastaan.

6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen konden-
saattori, tunnettu siita, ettd huokoinen metallipaallyste
(14) on yksimetallista huokoista metalliainetta, kuten huo-

koista alumiinia.

7. Menetelmda johtimien (18) kiinnittamiseksi huokoista
metallia olevaan aineeseen (14), tunnettu siita, ettd se
kasittasda vaiheinaan:

a) huokoista metallia olevan aineen (14) kytkemisen sahkoi-
sesti ensimmiaisen liitosnapavalineen (24) kanssa sahkopoten-
tiaalin kytkemiseksi huokoista metallia olevaan aineeseen
(14);

b) johtimen (26) jarjestamisen huokoista metallia olevan ai-
neen (l4) viereen liitettdvadksi toiseen liitosnapavalineeseen
sahkopotentiaalin kytkemiseksi johtimeen (26);

c) sahkopotentiaalin muodostamisen ensimmdisen liitosnapava-
lineen (24) ja toisen liitosnapavalineen valille; ja

d) tyéntdévoiman (F) kohdistamisen johtimeen (26), joka voima
on riittava iskemaan ja jatkamaan puristusta huokoista metal-
lia olevaan aineeseen riittavasti, sdhkodoisen piirin aikaansaa-
miseksi ensimmaisen liitosnapavalineen (24) ja johtimen (26)

valille huokoista metallia olevan aineen (14) kautta.
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8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelma johtimien
kiinnittamiseksi, tunnettu siita, etta sahkopotentiaali ja
tyontovoima ovat riittavia muodostamaan plasmaa (36) huokois-
ta metallia olevasta aineesta johtimen (26) vieressa, ja su-
lattamaan johtimen (26) yhteen huokoista metallia olevan ai-

neen (14) kanssa.

g. Patenttivaatimuksen 7 tai 8 mukainen menetelma, tun-—
nettu eiita, etta menetelma lisdaksi kasittaa vaiheen, jossa
johdin (26) erotetaan matkan paassa huokoista metallia ole-

vasta aineesta (14), sahkojohtimen (18) muodostamiseksi.

Patentkrav
1. Metallfilmskondensator (10) med parallella skivor,

innefattande ett flertal skikt av dielektriskt material (21),
dar vart och ett skikt ar overdraget med en metallfilm (23)
och skikten &r ordnade i en stapel sa, att det dielektriska
materialet (21) avekiljer metallfilmen (23) i vart och ett
skikt fradn metallfilmen hos det intilliggande skiktet, ett
skyddesorgan for skyddande av den av skikten bildade stapeln
gentemot omgivningen, samt till metallfolierna (23) anslutna
elektriska anslutningsorgan, vilka anslutningsorgan omfattar
6verdrag (l14) som anordnats p& &ndytorna av den av skikten
bildade stapeln samt tacker dessa och ar elektriskt ledande,
kannetecknad av att skyddsorganet omfattar ett i bandform
varande omlindingsorgan (16), vilket band stracker 8ig kring
samtliga sidoytor av den av skikten bildade stapeln, varvid
bandet ar lindat tillrackligt atstramat sa, att det bildar
badde det elektriska och omgivningsskyddet for kondensatorn
(10), likesom dven ett mekaniskt stod som okar den av skikten

bildade stapelns formadga att motsta delaminering.

2. Kondensator enligt patentkravet 1, kdannetecknad av
att omlindningsorganet (16) omfattar ett varmekrympbart mate-
rial, vilket a&r anpassat och krympt omkring den av skikten

bildade stapeln.
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3. Kondensator enligt nagot av de foregidende patentkra-
ven, kannetecknad av att omlindningsorganet (16) &r varme-
isolerande, varvid kondensatorn kan monteras direkt pa ett

kretskort utan ledningar.

4, Kondensator enligt patentkravet 1 eller 2, ka@nneteck-
nad av att det elektriskt ledande 6verdraget (14) omfattar
ett overdrag av pords metall, och att de elektriska anslut-
ningsorganen dartill omfattar elektriska ledare (18), vilka
faete i overdraget (14) av pords metall pad ett sdtt som far
krokarna i metallfibrerna (38) att ingripa i overdraget (14)
av pords metall och att sammansmalta med sagda ledare (18),

sAdlunda anslutande ledarna (18) stadigt i o6verdraget (14).

5. Kondensator enligt nadgot av de fdregaende patentkra-
ven, kdnnetecknad av att skyddsorganet ddrtill omfattar ett
tillslutningsmedel, vilket a&r insuget i anordningen for att
uttrianga vidtskeartade fororeningar samt utbredd pd de bara
ytorna mellan astapelns yttersida och omlindningsorganet (16)
for att tillsluta kondensatorn (10) mot intrdngning av fukt

och o6vriga fororeningar.

6. Kondensator enligt nagot av de foregdende patentkra-
ven, kannetecknad av att det porcsa metalldverdraget (14)
bestAr av ett enmetalligt pordst metallmaterial, sosdm poros

aluminium.

7. Forfarande for fastande av ledare (18) i ett porost
metallmaterial (14), kannetecknat av att det omfattar ste-
gen:

a) elektrisk sammankoppling av det porosa metallmaterialet
(14) med ett forsta anslutningspolorgan (24) for att ansluta
en elektrisk potential till det porosa metallmaterialet (14);
b) anordnande av en ledare (26) intill det pordsa metall-
materialet (14) for att anslutas till ett andra anslutnings-
polorgan for att koppla en elektrisk potential till ledaren
(26);
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c¢) genererande av en elektrisk potential mellan det férsta
anslutningspolorganet (24) och det andra anslutningspolorga-
net; och

d) paférande av en skjutkraft (F) pa ledaren (26), vilken
kraft ar tillracklig for att ansla och fortsatta en inpress-
ning i det pordea metallmaterialet i tillracklig man for as-
tadkommande av en elektrisk krets mellan det forsta anslut-
ningspolorganet (24) och ledaren (26) via det pordsa metall-

materialet (14).

8. Forfarande enligt patentkravet 7 foér fastande av le-
dare, kdannetecknat av att den elektriska potentialen och
skjutkraften a&r tillrackliga for att bilda ett plasma (36) av
det porosa metallmaterialet intill ledaren (26), och att sam-

mansmalta ledaren (26) med det pordsa metallmaterialet (14).

9. Forfarande enligt patentkravet 7 eller 8, kanneteck-
nat av att forfarandet dartill omfattar steget att avekilja
ledaren (26) pa ett avetand fran det porodsa metallmaterialet
(14) i och fo6r bildande av en elektrisk ledare (18).

Viitejulkaisuja-Anférda publikationer

Hakemusjulkaisuja:-Ans&kningspublikationer: Iso-Britannia-Storbritannien(GB)
2 011 717 (H 01 G 4/30), Siemens A.G.
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